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WISSEN DURCH ERFAHRUNG
Veranstaltungsnummer: VA24-01223

High-Speed Baugruppen optimal designen

Mit unterschiedlichen Designstrategien zu idealen High-Speed-Anwendungen
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Termin Teilnahmegebiihren

Di. 15.10.2024, 09:00 Uhr — Prasenz-Teilnahme 1.545,00 €*
Do. 17.10.2024, 17:00 Uhr Fir HDT-Mitglieder 1.420,00 €*

Veranstaltungsort

Hotel Victoria
Konigstr. 80
90402 Niirnberg

Weitere Informationen und die
Maoglichkeit zur Online-Buchung
lhrer Teilnahme finden Sie auf der
Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 03.08.2026, 14:05 Uhr
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https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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High-Speed Baugruppen optimal designhen

Wann ist eine Baugruppe “High-Speed"?

Grundlagen uber das physikalische Verhalten der Aufbau- und Verbindungskomponenten, unter anderem
Leitungsimpedanzen, Verkopplungen, Reflexionen, Dampfung und Abblockung von Leitungen,
Maanderleitungen, Durchkontaktierungen, Topologien, usw.

Schnelle Schaltelemente und deren Auswirkungen auf die Leiterplatte

Einfluss der kiirzer werdenden Schaltzeiten auf Digitalschaltungen

Optimiertes Schaltungs- und Leiterplatten-Design

CAD-Layout von Hochfrequenzschaltungen

Berechnung der Impedanz von Leiterbahnen

Signalintegritdt und EMV

Planung und Konstruktion impedanzkontrollierter Multilayer

Ein Highspeed-Design zeichnet sich nicht durch seine Taktrate aus, sondern durch seine enorm schnellen
Schaltelemente und die entsprechenden Auswirkungen auf die Leiterplatte. Aus diesem Grund ist es so
wichtig, dass diese Aspekte bei der heutigen und zukiinftigen Leiterplattenentwicklung bekannt sind und
beriicksichtigt werden. Sehr wichtig ist dabei die gute Zusammenarbeit von Entwicklern und Layoutern. Die
doch sehr komplexen Losungsstrategien lassen sich nur in enger Teamarbeit umsetzen.

Nach jedem Kapitel finden wahrend des Seminars schriftliche Ubungen statt, um die Theorie in der Gruppe
praktisch berechnen und diskutieren zu kdnnen.

Zum Thema

Highspeed-Designs werden zunehmend haufiger. Eine falsche Handhabung kann fatale Folgen haben:
Fehlerhafte Leiterplatten durch Ubertragungsverzdgerungen, Ubersprechen, Ubersteuerung und
Uberschwingen

Hohere Abstrahlung von Versorgungsnetzen und daraus resultierende kostspielige, zeitaufwandige EMV-
Priifungen und Zertifizierungen

Verzogerte Markteinfiihrungszeiten und Budgetiiberschreitungen

Designs ohne Ausnutzung der tatsachlichen Entwicklungsmaoglichkeiten

Entwickler und Layouter von Hochfrequenzschaltungen wissen, dass sie die Impedanz von Leiterbahnen
errechnen und bei der Erstellung des CAD-Layouts beachten miissen. Auch fiir viele normale
Digitalschaltungen spielt die Impedanz der Signalleiterbahnen und der Stromversorgung aufgrund der kiirzer
werdenden Schaltzeiten (Signal-Anstiegsflanken) immer kleinerer Bauelemente zunehmend eine
entscheidende Rolle. Die Elektronikindustrie muss sich folglich verstarkt mit dem Einsatz
impedanzkontrollierter Leiterplatten auseinandersetzen.

Zielsetzung

Die Teilnehmer sind nach dem Seminar in der Lage, unter Beriicksichtigung von physikalischen
Anforderungen sowie der Spannungsversorgung, der Signalintegritdt und der EMV zu erkennen, wann High-
Speed-Baugruppen zum Einsatz kommen und wie diese zuverlassig funktionieren.

Programm

15.10.2024

Seite 2 von 4



09:00-12:00

12:00-15:00

15:00-17:00

16.10.2024

08:30-13:00

13:00-17:00

17.10.2024

Einflihrung in “High-Speed"” Design

Wann ist eine Baugruppe “High Speed”

Wie die Industrie ,High Speed” vorantreibt
Das Ziel ist Signal Qualitat
Systemanforderungen an High Speed
Anforderungen an Layout und Systemdesign

Grundlagen - Signale auf Leitungen

Anstiegszeit und kritische Leitungslange
Impulse und HF-Spektrum

Impedanz elektrischer Leitungen
Widerstand, Induktivitat und Kapazitat
HF-Riickstromweg - Schlitze auf Masselagen

Reflexionen und Leitungsterminierung

Reflexionsmechanismus
Terminierungs-Strategien
Topologien

Bidirektionale Busterminierung

Leitungs-Topologien, Timing & Crosstalk

Leitungs-Topologien

Induktive/ kapazitive Kopplung
Forward/ Backward Crosstalk
Koppelstarke und DesignmalRnahmen
Differentielle Signaliibertragung
Timing — Zeitkritisches Schalten

Simulationsmodelle & Methoden

Einfache Modelle vs. Reale Bauteile
Modelquellen
IBIS Modelle

Simulations-MethodenConstraints Management

PCB Tool Flow
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08:30-13:00

13:00-17:00

Referenten

Stromversorgungssystem

Impedanz der Stromversorgung
Spannungseinbriiche und GegenmalRnahmen
Anforderungen an das Stromversorgungssystem
Abblocken mit Kondensatoren - VCC-GND Lagen
Resonanzen und Abstrahlung
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Planung & Konstruktion Impedanz kontrollierter Multilayer (Grundlagen)

Materialien — Kerne, Prepregs, Kupferfolien
Microstrip und Stripline

Planung von Multilayern — Impedanzbestimmung
Lagenaufbau Varianten

Einfluss von Vias und Bauteilen auf die Impedanz

Friedbert Hillebrand

Electronic Design Consultant

Consultant High-Speed-Design, Augsburg
Friedbert Hillebrand verfiigt tiber 30 Jahre Erfahrung in der Elektronik-Entwicklung. Von 1990 bis
2001 war er in der Entwicklung von High-End-Servern verantwortlich fiur Signal-Integritats-
Analyse und Leiterplattendesign. Heute arbeitet er u.a. auch als freier Mitarbeiter fiir den FED. Er
ist spezialisiert auf Baugruppen- und Geratekonstruktion sowie EMV- und High-Speed Design.
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